
电镀铜检测，第三方检测机构电镀铜镀层纯度测试

产品名称 电镀铜检测，第三方检测机构电镀铜镀层纯度测
试

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测资质:CMA\CNAS
检测周期:3-10个工作日，可加急
检测方式:寄样、送样或上门

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15385880894

产品详情
电镀铜检测机构服务内容

电镀铜检测是指运用一系列专业的技术和方法，对电镀铜层的质量、性能、厚度以及与基体的结合情况等进行测试和评估，以确定其是否符合相关标准、规范以及实际使用要求的过程。电镀铜广泛应用于电子、机械、装饰等领域，通过检测能确保电镀铜层满足不同应用场景的需求。

（1）电镀铜检测费用及周期：受各种因素影响，包括样品数量、测试项目、检测方法、流程等。一般检测周期为3-15个工作日，支持加急处理。关于收费多少可联系客服安排检测工程师准确报价。

（2）服务客户群体：主要为地方执法部门、事业单位、企业公司以及高校科研院所等提供检测、测试、分析、鉴定服务。

（3）检测资质：本机构已获CMA、CNAS资质认可，向社会各界出具第三方检测报告，报告全国认可，具备法律效益。
（4）电镀铜第三方检测机构参考标准
HB/Z 5087.4-2004酸性电镀铜溶液分析方法 第4部分:原子吸收光谱法测定铁的含量
HB/Z 5087.5-2004酸性电镀铜溶液分析方法 第5部分:原子吸收光谱法测定硫酸镍的含量
HB/Z 5087.6-2004酸性电镀铜溶液分析方法 第6部分:分光光度法测定砷的含量
HB/Z 5069-2011电镀铜工艺及质量检验
HB/Z 5087.1-2004酸性电镀铜溶液分析方法 第1部分:EDTA容量法测定硫酸铜的含量
HB/Z 5087.2-2004酸性电镀铜溶液分析方法 第2部分:电位滴定法测定硫酸铜的含量
HB/Z 5087.3-2004酸性电镀铜溶液分析方法 第3部分:电位滴定法测定硫酸的含量
（5）电镀铜检测项目
镀层厚度检测：使用测厚仪（如 X 射线荧光测厚仪、磁性测厚仪等）测量电镀铜层的厚度，确保其在规定的范围内。不同的应用对镀层厚度有不同的要求，例如电子线路板上的电镀铜层厚度控制。

镀层纯度检测：分析电镀铜层中铜的含量以及杂质（如铁、锌、铅等）的含量。常用的检测方法有光谱分析（如电感耦合等离子体发射光谱法 ICP-OES）等。高纯度的电镀铜层对于电子元器件的性能至关重要。

镀层表面质量检测：通过目视检查或借助显微镜等工具，检测电镀铜层表面是否存在气孔、麻点、裂纹、毛刺等缺陷。表面质量直接影响电镀铜层的外观和性能，如装饰性电镀铜层的表面应平整、光滑。

镀层结合力检测：采用弯曲试验、剥离试验、热震试验等方法，评估电镀铜层与基体之间的结合强度。良好的结合力能保证电镀铜层在使用过程中不会脱落，例如机械零件表面的电镀铜层需有足够的结合力。

硬度检测：使用硬度测试设备（如洛氏硬度计、维氏硬度计等）测量电镀铜层的硬度。不同用途的电镀铜层对硬度有不同的要求，如印刷电路板上的电镀铜层硬度需符合特定标准。

耐腐蚀性检测：将电镀铜层暴露在特定的腐蚀环境中（如盐雾试验、湿热试验等），观察其耐腐蚀性能。在一些户外或潮湿环境下使用的电镀铜制品，耐腐蚀性是重要的性能指标。

导电性检测：对于电子领域应用的电镀铜层，检测其导电性。通过测量电阻等参数，评估电镀铜层的导电性能，确保满足电子元器件的电气性能要求。
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